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ELE-2350 Elektroniikkalaitteen tuotesuunnittelu
Tentti 16.12.2011

Tentissé saa kiayttia omaa ohjelmoitavaa laskinta.

1) Toimit komponenttisuunnittelutehtivissd ja vastaat IC:n pakkauksen sdhkoisestd suunnittelusta.
Mitkd ovat pakkausten sihkdisen suunnittelun tavoitteet? Mitd haasteita pakkausten sdhkdiseen
suunnitteluun liittyy? (6p)

2) Toimit suunnittelijana pintaliitosladontaa tekevédssd yrityksessd. Tehtdvdndsi on suunnitella
pintaliitoskomponentteja molemmin puolin piirilevyd sisdltivéin tuotteen tuotantoprosessi ja
prosessin aikana tehtavit testaukset.

a) Esitd pintaliitoskomponentteja molemmin puolin  piirilevyd  sisdltdvin  tuotteen
tuotantoprosessin eri vaiheet lohkokaaviona.

b) Mitkd tuotantoprosessin eri vaiheista ovat kriittisimpid lopputuotteen toimivuuden kannalta?
Minkilaista testausta prosessin eri vaiheissa tulisi tehdd, jotta lopputuotteen toimivuus voidaan
taata (merkitse lohkokaavioon siis missd kohtaa ja mikd testaus)? Kerro my6s lyhyesti
jokaisesta kaavioon merkitsemaéstisi testausteknologiasta.

(6p)

3) BGA-komponentti (A=4cm?, paksuus 0,5mm) on liitetty piirilevylle FR4 (paksuus on 500um, ala
10cm’® ja k=0,3W/mK). BGA-komponentti tuottaa lampod 0,5W ja sen ldmmonjohtavuus on
50W/mK. Komponentin nystyt (k=300W/mK) ovat paksuudeltaan 50um ja ne tidyttaviat 40%
komponentin alasta. Laske BGA-komponentin alapinnan ldmpétila, kun oletetaan, ettd
komponentin tuottama limpd poistuu luonnollisella konvektiolla 25°C ilmaan (h=10W/m’K) seki
komponentin péilté etté piirilevyn alapinnalta. (6p)
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4)

a) Tehtdvénidsi on arvioida alihankkijan prosessin laatua. Alihankkijan prosessi koostuu kolmesta
prosessiaskeleesta oheisen kuvan mukaisesti ja alihankkija ilmoittaa prosessin
kokonaissaannoksi 92,5%. Vastaa perustellen, voitko hyviksyd timin saantoprosentin eli
antaako se todellisen kuvan prosessin kokonaissaannosta? Jos et voi, niin laske uusi
saantoprosentti alihankkijan prosessin kokonaissaannolle. (4p)
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b) Miksi materiaalivalinnat ja energiankulutus ovat keskeisii suunnittelunidkékohtia
elektroniikkatuotteen ymparistomyotiisessd suunnittelussa? (2p)
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